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PATENTE ©ODE INVENCION

e o e e g o et et 2

Memoxria descriprtiivasg

La presente invencidén gs refiere a un aparato
para pulir automiticamente las placas madre empleadas en
la recuperacidn electrolitica de metales no ferrosos, ta-
les como zinc, cobre o plomo. El aparato se dispone en
el dispositivo donde se extrae el metal depositado forma-
do sobre las placas madre durante la predeterminada elec-
trélisis, dé manera que la placa madre se puede volver”

a las oubas electroliticas para ser empleada en forma
ofcliocae.

Los metales no ferrosog, como ol zinc, el cobre
o el plomo se refinan normalmente mediante un proceso
electrolitico, donde el metal objeto del mineral es lixi-
viado en forma de solucién de sal metélica acuosa que
subsiguientemente es electrolizada para obtensr el metal
eleotrodepositado en las placas de cdtodo, Por ejemplo,
en la extraccidén electrolitica de la recuperacibén de
zino, se emplea como Anodo una placa de plomo que contia-
ne wna oantidad de plata, en tanto que,-como cdtodo, ‘g9
utiliza una placa de aluminio con un 99,9% de purasza. Da
gsolucibén 4clda de sulfato de zinc se eleotroliza duxante
24 horas aproximadamente para obtener el depbsito de zinc
metalico que tiene un espesor degseado sobre la placa do
catodo, es decir, la placa madre. &1 metal de zinc de pu-
reza elevada se obtiene, extrayendo la placa metilica

sleotrodepositada (denominada de aqui en adelante placa
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met4lics) de las placas madre de chtodo que son dsscar-
gadas de la cuba. Por otra parte, en la hidrometalir-’
giadel cobre, se utiliza como material de placa madre
gcero inoxidable o titanio, En la electroextraceién

de metales no ferrosos, como zinc o cobre, la solucibn
de la sal acuosa del metal de que se trata primero se
eleotroliza, dispomiendo para ello la pluralidad de
placas de oAtodos y de dnodo alternativamente en el in.
terior de las cubas, y el nlmero definido de las placas
de o4todo se descargan de las cubas después de que el
metal es depositado on los catodos despuds del porfedo
definido de eleatrolisis, y a continuacién las placas
metilicas de céﬁodo descargadas son transferidas median.
te una gria o elevador del sistema de extraccién de la
capa de metal electrodepositado. A las placas metilicas
descargadas de las cubas se les oxtrae los depésitos
mientras son llevadas por un transgportador una por una
a través del sistema de extraccién de la capa de metal
eleotrodepbsitado, a continuacién de lo cual son devusl-
tas a las oubas electroliticas por una gria o elevador
despuds de alinear un nimero predetsrminado de placas
madre en el dispositivo de descargae.

Las placas de catodo, que efectuan w ciclo
continuo constituidos por placas de aluminio en la elwc-
trélisis de zinc, son corrofdas graduglmente por =l Aci-
do0 sulfiirico o una pequefia cantidad de flior contenido

en ol electrdlito, con lo cual se producen corrosionas
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localizadas 0 pioaduras, © irregulari&ades en la super -
fiocie. Vado que tales picaduras o irregularidades pro-
ducen una heterogeneidad en la distribucidén de los de-
pésitas de metal depositado o una fuerte adhesién dsl
metal depositado sobre la superficie de la placa, impi-
diendo las operaciones automiticas de exbraccién de la
capa de metal éleotrodepositado; ha sido wna costumbre
usual pulir peridbdicamente la superficie de las placas
madre manuglumente mediante piedra de amolar o por medio
de wn.cepillo de alambre,

Aungue el sistema de extraccién de la capa
de metal electrodepositado ha sido recientementeo meca-
nizado o automatizado, la etapa de pulido peribédico to-
davia se realizé mediante un método lagborioso en el que
las ‘placas madre éon descargadas una por una después
de la etapa de extraceibén de la capa de metal electro-
depositados 1o que hace que tal etapa sea mucho mas
complicadae

Contrariamente al pulido convencional en el
que las placas madre son descargadas periddicamente para
de la vapa de metal electrodepositado antes de que apa-
rescen difiousltades debidas & la mala influencia de -
la corrosién, la etapa de pulido de ascuerdo con la pro-
gente invencidén es mecanizada y realizada en la etapa
de extracoién de la capa de metal electrodepositado,

permitiondo efectuar un sistema de extraccién de la ca=-



10

15

20

25

-5

pa de metal electrodepositado totalmente automitico,

en el gue las placas madre, despuds de haber sido ox-

trafdos los depbsitos, son inmediatamente pulidas en
el msistema de extraccién.

Un objeto de la presente invencion es pfovear
un aparato de pulido apto para ser dispuesto en ol sis-
tema de qxtraocién de la capa de metal eleotrodeposita~
do en el que se‘extraen los metales electrodepositados
formados en la electrélisis.

Otro objeto de la presente invencidén es pro-
veer un aparato de pulido que permite un pulido automi-
tico de una placa madre en un corto tiempo en compara-
oién con el requerido para la extraccién de la ocapa de

metal electrodepositado. _

Otro objetivo de la presente invencién es pro-
veer un aparato apto para pulir la placa madre cada vez
que se lleva a cabo la extraccién de la capa de metal
eloctrodepositado y apto asimismo para pulir las placas
madre déspués de ser recicladas un predeterminado nime.
ro de vaces a 1o largo de los procesos.'

En los dibujos:

lg figura 1 es una vista en perspectiva del
gistems de extraccién de la capa de metal electrodeposi-
tado de una electroextraccién en la recupsracién del
zinc.

La figura 2 es una vilista en planta del siste-

ma ilustrado en la figura l.
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La figura 3 es una vista en planta que repre-
genta otro sistema de extraccién de la capa de motal

electrodepositado de una electroextraccién de zino di-

" faerente del ilustrado en la figura 1.

Ia figura 4 es una vista frontal del aparato
de pulido de acuerdo con la presente invencién conside-
rada por las lineas IV.IV de la figura l.

La figura 5 es una vista en alzado lateral con=
giderada por las 1lfneas V-V de la figura 4.

La figura 6 es wna vista en planta correspon.
diente a la figura 5. .

La figura 7 es una vista en seccién considera-
da por las 1inegs VII.VII do la figura 6.

La figura 8 es una vista ampliada de la parte
indicada con raya y punto en la figura 4.

La figura 9 es una vista.ampliada,considerada
por las lineas IX-IX de la figura 8.

A continuvacién se describe g titulo de ejemplo
wn sistema de electroextraccién en la recuperacién de
zino con referencia a los dibujos adjuntos. En el sis-
tema de oxtraccidén de la capa de metal elactrodePGSifa;
do que ge ilustra en la figura 1 estd instalado un dis-
pogitivo de pulido -10-. Una serie de placas madre 12—
con zine -11- electrodepositado sobre la superficie o9
degcargada poxr una grua -13- fdesde las cubas (no ilustra-
das) al traﬁsportador de alimentacién ~l4- como se in-

dica con las flechas 4, ny C. Iuego, una pluralidad
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de las placas metélicas -12- €s transférida'desda;el
$ransportador do alimentacién -14 al transportador -15-
como se indica con la flacha D. La placa metalica -~12-
transportada poxr el transportador -15- (flecha B) es
golpeada superiormente por el dispositivo martillador
~16- para provocar la separacién del depbsito de sinc
-11-.de 1a placa metdlica ~12., efectuando para ello
wna ligera separacién én la parte guperior del depésito
y de la ﬁlaca. Después de desplazada & través.dol dis-
positivo martillador -16-, la placa metdlica es coloca-
da en el dispositivo -17- de wxtraccién de la capa de

netal electrodepositado donde son ostraldos los dep6si-
tos, introduclendo para ello una cuiia -18- entre el gzinec
~1l. depositado y la placa madre “12-, Luego la lémina de
Zino“-llﬂeppsitada_se hace caer debajo del dispositivo
-17- de extraccibén de la capa de metal electrodepositado
como se indica con la flecha I y despuds de apilar el
predetorminado nfmero de léminas, las mismas son trand-
feridas a la instalacién de fundicién, como se indica
oon las flechas G y H. .

Aunque de la mayoria de las placas mot4alicas
~12. es normalmente extraida en 0l. dispositivo ~17- la
capsa de metal electrodepositado y dichas placas son
sransportadas directamente al dispositivo pulidor -10-,
a veces ocurre que de algunas placas la capa dg matal
electrodepositado no es extraida por el dispositivo
17=s La placa metélica -12- que todavia es portadora

on su superficie de los depbsitos metdlicos es descar-
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gada por el dispositivo descargador -~19- como se indi-
oa con lg flecha I. Luego una nueva placa madre -l2a-
que no lleva depbsitos en la superficie es situada so-
bre el transportador -15- por el dispositivo de introe
duccién ~20-, como se indica con la flecha J. Das pla-
cas madre <l2a- de las que ha sido extraida por el dispo-
gltivo ~17-~ la capa de metal electrodepositado o las
introducidas por el dispositivo =20~ son, de acuerdo con
la presente invenoién, ﬁransferidas‘al dispositivo de
pulido ~l0~ donde son pulidas las dos sdperfiéiés de
las placas madre —L2a-. Iuego las placas madre son Hrans—
foridas al dispositivo de descarga -21- donde es alines-
do un predetermingdo ntmwero de placas que son descar:o-
das por una grua -13%- (flecha L) que despuds las tras-
lada a.las oubas eleotroliticas (flecha M).

EL dispositivo de pulido de acusrdo con la
invenoién esté instalado en el sistema de extraccién
de la oapa de metal electrodepositado como ge ilustra

en las figuras 1 y 2. Con referencia a las figuras 4 a

9, se describe la constitucién del dispositivo de puliw

soporte =23~ y cuatro travesatios ~24- pasa sobre el .
transportador -~15- portadbr de las placas madre -123-:
Sobre el bastidor -22- estd dispuesto un mecanismo de
detencién ~25~ para detenér el movimiento de la placa
madre -l2a- cuando es transferida al dispositivo de

pulidos Como se aprecia en la figura 5, el mecanismo
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de detencidén ~25- comprende un cilind?o de detencién
2 dispuesfo sobre el soporte =26~ fijado Al montan-
te do soporte -23-, estando unido el vastago -2J- dol
oilindro ~27-~ a una eje de detencibén =3l gufado por la
guia de detencién -30-, cuyo eje de detencién -31- com-
prende en su extremo libre una placa de detencidn 29~
pers detener el movimiento de la placa madre -12a-.

Un basfidor de elewacidn ~35. ests dispuesto
gobre el vAstago =34 del cilindro -33- previsto en
la placa ~%2. unida al travesaiio -24~, de manera que
el cilindro -33; determina el movimiento vertical del
béstidori-35-, con 1o que-la placa -12a- es elevada dol
tranzportador para operaciones de pulido, Las gufas -36-
estén-previstas'en'la placa -%2- para soportar las va-
rillas -37- unidas al bastidor -35-, con lo que se im-
pide ol movimiento de oscilacién del bastidor -55- cuan-
do lag varillas <37-, accionadas por el cilindro -35-
ge desplazan por el interior de las gufas -36-.

Como se ve en lg figura 9, dos ejes do suje-
0ién -39~ y -40~ apoyades en el cojinete .30~ fijado al
bastidor de elevacibén -35. estd dotados de brazos de re-
toncién —41l- y ~42- para sujetar la placa madre -12a-.
La aceibén de sujeocién de la misma 8s provocada por mn i
motor oscllante -44-~ montado sobre el S0pOXte wdle, fi-
jado al bastidor de elevacién -%5- que est4 provisio
de una placa do gufa -45- para el gufado de la porcidn

superior de la placa madre -12g-.
En los lados del_bastidor ~22- egtin dispues-
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tas dos secciones de pulido idénticas.-46- ¥ ~47=~ de las
‘cuales golamente se ilustra una pars simplificacién en
1la figura,7..5e ha previsto wn dispositivo de elevabién
<52 wnido & dos casquillos -5l- montados deslizantes
gobre los cuatro ejes de guia _So-lque por su parte
inferior estén montados sobre la base ~48~, en tanto
que por su parte superior estén acoplados ai travesafio
=49~ Un cabezal deo presién -55-, portador de cuatro
ocepillos metélicos cilindricos dispuestos sobre los

ejes de soporte -54- egta montado en un eje de guia ~56-
apoyado en un.cojinete ~58.. dotado de casquillos de
alojamiento de dicho eje =56-. Bl eje de guig -56- es-
t4 unido a un vastago —60- accionable por un cilindro

de presién -59. gue provoca un movimiento horizontal

"del cepillo metdlico ~5%- hacia la placa madre =l2a-.

Como se ilugtra en la figura 5, los cojinetes 58— y
el oidindro de presién -59- egtén soportados por una ba-
ge -6l- montada deslizante sobre las placas de soporie
~63- que, & su vez, estin unidas al bastidor de eleva-

cién -52-, con lo que la base deslizante -61- es movible

"hacia arriba o alejandose de la placa madre -l2a- con

el fin de desplazar el movimiento albernativo del ca-

bezal de presién —55-. Bl desplazamiento horizaontal ’

de la base deslizante ~6l~ es provocado por el accio-

namiento del volante —68. cuyo giro es transmitido a
través de un engranaje de tornillo sin fin ~70. monta-

do-sobre el gje =69- y el engranaje ~71l- fijado al eje
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.01 bastidor de elevacibn =52., lo que dotsrming el giro

del husillo -66- formado en el eje deslizants ~65- y al
que esta acoplada la tuerca -67- fijada a la base des-
lizante -6l- para determinar el movimiento axial de di-
cha bagse deslizante —6l- con objeto de permitir el ajus-
te posicional de la citada base desligante ~6l-,

A la bagse ~48. estd fijmndo un soporte de ci-
1indro 73— provisto de un cilindro -72- elevador de
los cepillos. El vistago -T4- del mismo estd fijado al
bastidor de elevacidén -52. a travds de un acoplamiento
_75_ de manera que los cepillos metilicos =53~ son dss-

plazados verticalmente por el movimiento vertical dsl

bastidor de elevacién -52- que es acolonado por el cia

lindro 72—
~ Como se precia on los dibujos, los cuatro co-

pillos metAlicos -53%- son accionados por dos motorrs
wT6= ¥ ~T7-, siendo transmitido el giro del motor -70-

a través do cadenas -78- y ~79- a do0s ejes -54- y sion-
do transmitido el giro del otro motor 77—~ de la misma
mgners a los otros dos ejes. La seccidén de pulido -406-
se equilibra medlante la colocacidén de los dos motores
76~ y 77~ en posicionss simdtricamente separadas del
eje contral de la seccién. Dispomiendo dos secciones

de pulido iddénticas en ambos lados del transportalox
=15-, son pulidos simultineamente ambos lados de la pla-

ca nadre =l2a-.
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La placa madre -l2a- de la que on el disposi-
$ivo -17- os extrafdo el zinc depositado ~ll-, es trans-
ferida por el transportador ~15- al dispositivo de pu-
lido -10-, y es detonida por la placa de detencién -29-
que ha sido dispuesta en la posicién extendida por el
01lindro -27=-. Seguidamente, los brazos ds sujecibn -41-
¥ ;42- gon acoionados por el motor oscilante ~44~ para
sujetar la parte superior de la placa madrs -l2a- con ol
fin de elevarla por medio del bastidor -35- accionado
por el ci;indro =33« como s¢ ilugtra en la figura Te
Iuego, los cepillos metdlicos -53- son presionados en
contacto con la placa madre -l2a- por el cilindro de
presién -59- y es provooado su degcenso por el cilindro
~72- elevador de los cepillos para ponerlos en contacto
gon la superficie de la placa ~l2a- en la bosicién
1lustrada on la figura 7. Desde toberas (no ilustradas)
previstas en el cabezal de presién -55- se dirips agua
contra las superficies de las placas madre -lZ2a- AU P11
te el pulido con lo que se evita la emisién de polvo
y se lavan las superficises de las placas madxe -12a-.

Aunque se ha descrito el dispositivo de puli-
do ilustrado en las figuras 4 a 9, dispucsto en el 3in-
tema de extraccién de la capa de metal electrodepositﬁu
do representado en las figuras 1 y 2, el mismo dispo-
gitivo de pulido se puéﬁe disponor igualmente sn wn 9is-
tema de extraccidn de la capa de metal electrodeposita—
do ilustrado en la fipgura %, donde los elementos corrod-

pondientes a los ya descritos se designan con los mismos
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nimeros éoompaﬁados de g. El dispositivo de extracpién
de la capa de metal edectrodepositado ilustrado en la
figura 3 estd provisto de dos dispositivos de desecarga
~2la- y-21lb-. Las placas madre que han de ser diraoctn«
mente devueltas a las cubas electroliticas sin pulido
gon descargadas a través del dispositivo de descarga
~21lb~ y solo las placas que se han de pulir son irans-
Teridas al dispositivo de pulido —l0a-.

Aunque el presgente aparato de pulido estsd pro
visto para ser instalado en el interior del dispositivo
de extracolén de la capa de metal elactrodepositado, tam.
bién ge puede utilizar el mismo aparato como una unidad
individual para'el pulido de articulos similares a pla-
cage. Aunque las placas metalicas son pulidas por medio
de un movimiento hacia abajo del cabezal como se ha ox-
pliéado anteriormente, es posible pulirlas aplicando mwn
movimiento vertical a las placas mientras el cabeszal
de presién esti parado.

De acuerdo con la presente invencidn, el sin-

toma de extraccidén de la oapa de metal electrodepositn-

- do que comprende la etaps de pulido puede ser totalmen-

te automatizado. Listo es debido a que lag placas madro
son pulidas cada voz que son extrafdos los depbsitos
mientras son soportadas verticalmente sobre el tranpor-

tador sin ger desoargadas del aparato.

Se reivindica como objeto de esta patente de
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~ invencién,

l.~ Aparato para pulir las placas madre emplea-
das en electrblisis que actuan de ochtodo y de las que
han sido extrafdos losg deplsitos electroliticos on el
sistema de extraccién de la capa de metal electrodepoSi;
tgdo, en el que se extras el metal depositado en las
placas madre, que comprends un medio elsvador que oce
desplaza sobre el transportador que traslada sopertadas
verticalmente las placas metilicas de las que se hon ©3m
trafdo dichos electrodepbsitos y cuyo medio elevador es
apto para sujetar y elevar la placa;

dos ssecoiones de pulido que estin dispuzstas
adyacentss a y en ambos lados de dicho medio élevador ¥y
compranden un caﬁezal provisto de cepilloes metidlicos cl-
lindricos digpuestos en una pluralidad de éjes horizon-
tales péra ﬁulir lgs placas madre; '

y medios de desplazamiento horizontal y vorti-
cal dispusstos en cada una de dichas secciones de pulido
para permitir el avance del cabezal horizontalmente hacia
la parsd madre y verticalemnte a lo largo de la misma,
regpeotivauente.

2= Aparato, segin la reivindicacién 1, carac-
tarizado porque dicho medio ddsvador comprsnds un baéti—
dor que desplaza sobre dicho transportador; un elevador
accionado por un cilindro hidriulico dispuesto en la
parte superior del bastidor; un sujetador montado »n el
elevador para sujotar dicha placa madre, y wn medio de

detencidén montado en dicho bastidor para detenor el mo-
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portada verticalmente en la posicidén en que es sujetaila
por dicho sujetador. -

%e= Aparato, segin la reivindicacién 1, carac-
torizado porque las respectivas secciones de pulido oo~
prendent

cuatro montantes de soporte,

un medio de elevacién desplazable verticalmente
montado en dichos montantes,

una base deslizante que soporta un cilindro
hidréulico a dicho cabezal y movible hacia el mismo y
montado en dicho medio de elevacidén de manera que es
hotizontalments deslizable hacia arriba y aleljandose
respecto a dichas placas madre,

medios para mover dicha base dralizanto hnein
la placa madre con el fin de desplazar el movimienio
alternative de dicho cabezal acchonado por diého oLl i
dro hidriulioo,

y wn cilindro hidriulico para provocar el mo-
vimiento vertical alternativo de dichos me 'ios de 2lo-
caoién.

4= Aparato para pulir las placas madrs amplra-

das en electrdlisis,

- »

Esta memoria consta de dieciseis péginus eucril:w

Por una gola carae
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